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Tenha em atengéo que os dados exibidos neste documento PDF s&o gerados a partir de nosso catalogo online. Encontre os dados completos na
documentagédo do usuario. Aplicam-se nossas Condi¢des Gerais de Utilizagdo para downloads.

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, tensdo de teste (l11/2): 160 V, bitola
nominal: 1 mm2, quantidade de potenciais: 12, nimero de linhas: 1, nimero de polos por linha:
12, familia de artigos: MKDS 1/..-SMD, passo: 3,81 mm, tipo de conexao: Conexao por
rosqueamento com luva de tracéo, forma da cabecga do parafuso: L Ranhura longitudinal,
montagem: SMD solda, sentido de conexao condutor/platina: 0 °, cor: preto, Layout de pinos:
Geometria linear do pad, quantidade de pinos de solda por potencial: 1, tipo de embalagem:
Carregador em barra

Suas vantagens

» O conhecido principio de conex&o permite uma utilizagao em todo o mundo
» Aquecimento reduzido devido a uma forga de contato elevada

+ Permite a conexao de dois condutores

* Formato muito reduzido para a bitola do condutor correspondente

» Concebido para a integragao no processo de solda SMT

Dados comerciais

Codigo 1727324
Unidades por embalagem 10 Unidade
Chave comercial AALH

Chave de produto AALHAB

GTIN 4017918025694
Peso por unidade (inclusive embalagem) 11,36 g

Peso por unidade (exclusive embalagem) 10,68 g

Pais de origem PL
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Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto

Familia de produtos
Linha de produtos
Formato

Numero de polos

Passo

Numero de conexdes
Nudmero de linhas
Quantidade de potenciais
Layout de pinos

Quantidade de pinos de solda por potencial
Caracteristicas elétricas

Propriedades
Corrente nominal I
Tensédo Uy
Tens&o de dimensionamento (I11/3)
Tenséo de teste (111/3)
Tenséo de teste (Il / 2)
Tenséo de teste (111/2)
Tenséo de dimensionamento (11/2)

Tensao de teste (11/2)
Dados de conexao

Tecnologia de conexao
Formato

Bitola nominal

Conexao de condutores
Tipo de conexao
Bitola do condutor, fixa
Bitola do condutor, flexivel
Bitola do condutor AWG

Bitola do condutor flexivel com terminal tubular sem capa
isolante

Bitola do condutor flexivel com terminal tubular com capa
isolante

2 condutores com o mesmo perfil, fixos

2 condutores com o mesmo perfil, flexiveis

PHCENIX

CONTACT

Borne de placa de circuito impresso
MKDS 1/..-SMD

COMBICON Terminals S

Bloco de bornes de circuito impresso
12

3,81 mm

12

1

12

Geometria linear do pad

1

8A

160 V
160 V
2,5kV
160 V
2,5kV
250V
2,5kV

Bloco de bornes de circuito impresso

1 mm?

Conexao por rosqueamento com luva de tragao
0,14 mm?2 ... 1,5 mm?

0,14 mm2 ... 1 mm?

26 ... 16

0,25 mm?2 ... 0,5 mm?
0,25 mm?2 ... 0,5 mm?
0,14 mm? ... 0,5 mm?

0,14 mm? ... 0,2 mm?
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Comprimento de decapagem
Forma de acionamento da cabega do parafuso

Torque de aperto

Montagem

Tipo de montagem

Layout de pinos
Dados de material

Dados de material - contato

Nota

Material de contato
Condic¢des da superficie

Superficie metalica do ponto de prensagem (camada de
cobertura)

Superficie metalica do ponto de prensagem (camada intermédia)
Superficie metalica da area de solda (camada de cobertura)

Superficie metalica da area de solda (camada intermédia)

Dados de material - caixa
Cor (Caixa)
Material isolante
Grupo de material isolante
CTI conforme IEC 60112
Classe de inflamabilidade conforme UL 94

indice de inflamabilidade ao fio incandescente GWFI conforme
EN 60695-2-12

Temperatura de igni¢édo ao fio incandescente GWIT conforme
EN 60695-2-13

Temperatura do ensaio de pressao esférica conforme EN 60695-
10-2

Avisos

Indicagao sobre a aplicagéo

Medidas

Desenho de medidas

5 mm
Ranhura longitudinal (L)
0,22 Nm ... 0,25 Nm

SMD solda

Geometria linear do pad

Conforme WEEE/RoHS, sem filamentos conforme IEC 60068-2-
82/JEDEC JESD 201

Liga de Cu
estanhado galvanicamente

Estanho (5 - 7 ym Sn)

Niquel (2 - 3 um Ni)
Estanho (5 - 7 ym Sn)
Niquel (2 - 3 um Ni)

preto (9005)
PA

Illa

250

VO

850

775

125°C

As ajudas para montagem podem, eventualmente, sobressair
dos componentes. A disposi¢do das placas de circuito impresso
deve ser concebida para uma montagem livre de colisdo.
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Passo
Largura [w]
Altura [h]

Comprimento [I]

Design de placa de circuito impresso

Geometria Pad

Ensaios mecéanicos

Teste de danos dos condutores e afrouxamento
Especificagao de teste

Resultado

Teste de tragéo
Especificagéo de teste

Bitola de condutor/tipo de condutor/forga de tragéo valor de
referéncia/valor real

Ensaios elétricos

Teste de elevagao de temperatura
Especificagédo de teste

Demanda Teste de elevagao de temperatura

Resisténcia de corrente de curto prazo

Especificagéo de teste

Resisténcia de isolamento
Especificagéo de teste

Resisténcia de isolamento de polos adjacentes

Distancias de isolamento e fuga |
Especificagédo de teste
Grupo de material isolante
Resisténcia a corrente de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))
Tenséao de isolamento nominal (I11/3)
Tensao de impulso nominal (111/3)

valor minimo da distancia de isolamento - campo heterogéneo
(111/3)

valor minimo da distancia de fuga (l11/3)
Tenséao de isolamento nominal (111/2)

Tenséao de impulso nominal (111/2)

CONTACT

3,81 mm
53,29 mm
9,2 mm

9,3 mm

1,5x2,5mm

DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12

Aprovado no teste

DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
0,14 mm?/rigido /> 10 N

0,14 mm?/ flexivel / > 10 N

1,5 mm?/rigido /> 40 N

1 mm?/ flexivel / > 35 N

DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10

A soma da temperatura ambiente e do aquecimento dos bornes
de conexao da placa de circuito impresso ndo pode ultrapassar a
temperatura limite superior.

DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10

DIN EN 60512-3-1:2003-01
>5MQ

DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09
Ila

CTI 250

160 V

2,5kV

1,5 mm

2,5mm
160 V
2,5kV
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valor minimo da distancia de isolamento - campo heterogéneo
(nms2)

valor minimo da distancia de fuga (l11/2)
Tenséao de isolamento nominal (11/2)
Tensé&o de impulso nominal (11/2)

valor minimo da distancia de isolamento - campo heterogéneo
(1/2)

valor minimo da distancia de fuga (l1/2)
Condi¢cdes ambientais e de vida util operacional

Teste de vibragéo
Especificagédo de teste
Frequéncia
Velocidade Sweep
Amplitude
Aceleracao
Duracgao do teste por eixo

Sentidos de teste

Teste de fio incandescente
Especificagao de teste
Temperatura

Periodo de exposicédo

Envelhecimento

Especificagéo de teste

Condigdes ambientais

Temperatura ambiente (operacao)

Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)
Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte)

Temperatura ambiente (montagem)

Especificagdes de embalagem

Tipo de embalagem

CONTACT

1,5 mm

1,6 mm
250V
2,5kV

1,5 mm

2,5mm

DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
10-150-10 Hz

1 oitava/min

0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)

5g (60,1 Hz ... 150 Hz)

25h

EixoX,YeZ

DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04
850 °C
5s

DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10

-40 °C ... 105 °C (Dependendo da curva de capacidade de
condugao de corrente/curva de redugao de carga)

-40°C..70°C
30% ...70 %
-5°C...100 °C

Carregador em barra
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Desenhos
Desenho de medidas
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Tipo: MKDS 1/...-3,81 SMD BK
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Esquema de pinagem/Geometria de pino de solda
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Certificacoes
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% To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1727324

-\ cULus Recognized
CHWBUS || e certificagio: E60425-19770427

Tens&o nominal Uy

B
Somente condutores 300V
flexiveis
Padrao 300V
D
Somente condutores 150 V
flexiveis
Padrao 300V

@ Autorizagdo de simbolos VDE
ID de certificagdo: 40055394

Tens&o nominal Uy
keine
200V

Corrente nominal I

13,5A

10A

13,5A

10A

Corrente nominal I

175A

Bitola AWG

30-16

30-16

30-16

30-16

Bitola AWG

Bitola mm?

Bitola mm?

02-15
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Classificacoes

ECLASS

ECLASS-13.0 27460101

ECLASS-15.0 27460101
ETIM

ETIM 9.0 EC002643
UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400
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Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EU REACH SVHC
Nota sobre as substancias candidatas do REACH (n.° CAS)

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nagoes Unidas, 11.541, 19° andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - Sao Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br
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Sim, Sem regras de excegao

EFUP-E

Nenhuma substancia perigosa acima dos valores-limite

Nenhuma substancia com uma concentragdo em massa superior
a0,1%
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